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Lötdrähte gibt es viele am Markt. Die Serie der TRILENCE-
Lötdrähte wurde speziell für anspruchsvolle Lötaufgaben 
im Bereich des maschinellen Lötens entwickelt.  

Diese drei Schwerpunkte zeichnen die Produkte der 
TRILENCE-Serie aus.

•	 stark verringertes Spritzen
•	 sehr gute Benetzung
•	 sehr helle Rückstände

Weitere Informationen unter: www.stannol.de
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